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(57) Abstract: The invention relates to a sealing frame for bounding a surface of a component (7) which is to be covered with a
molding compound, comprising an upper frame part (5) and a lower frame part (3), which can be detachably joined to each other,
and wherein the component (7) to be covered with the molding compound can be enclosed by the upper frame part (5) and the
lower frame part (3) in such a way that a cavity (25) formed by the sealing frame (1) and the component (7) is sealed for the mol-
ding compound introduced into the cavity (25). The invention further relates to a method for covering a component with a mol-
ding compound using the sealing frame (1), wherein the component (7) is inserted into the upper frame part (5) and lower frame
part (3), and the upper frame part (5) and lower frame part (3) are joined to form the sealing frame (1) such that a cavity (25) deve-
lops which is enclosed by the component (7) and the upper frame part (5), a molding compound is introduced into the cavity (25)
and cured to form a cover (29), and the sealing frame (1) is removed by disconnecting the upper frame part (5) and lower frame
part (3) and removing the component (7).

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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Die Erfindung betrifft einen Abdichtrahmen zum Begrenzen einer Flache eines Bauteils (7), die miteiner Formmasse abgedeckt
werden soll, umfassend ein oberes Rahmenteil (5) und ein unteres Rahmenteil (3), die 16sbar miteinander verbunden werden kén-
nen und wobei das mit der Formmasse abzudeckende Bauteil (7) durch das obere Rahmenteil (5) und das untere Rahmenteil (3)
derart umschlie3bar ist, dass eine von dem Abdichtrahmen (1) und dem Bauteil (7) gebildete Kavitét (25) fiir die in die Kavitét
(25) eingebrachte Formmasse abgedichtet ist. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zum Abdecken eines Bauteils mit ei-
ner Formmasse unter Verwendung des Abdichtrahmens (1), bei dem das Bauteil (7) in das obere Rahmenteil (5) und untere Rah-
menteil (3) eingelegt wird und das obere (5) und untere Rahmenteil (3) zum Abdichtrahmen (1) verbunden werden, so dass sich
eine Kavitit (25) ausbildet, die von dem Bauteil (7) und dem oberen Rahmenteil (5) umschlossen ist, eine Formmasse in die Kavi-
tét (25) eingebracht und zu einer Abdeckung (29) ausgehértet wird und der Abdichtrahmen (1) durch Lsen der Verbindung von
oberem (5) und unterem Rahmenteil (3) und Entnahme des Bauteils (7) entfernt wird.
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Beschreibung

Titel
Abdichtrahmen sowie Verfahren zum Abdecken eines Bauteils

Stand der Technik

Die Erfindung betrifft einen Abdichtrahmen zum Begrenzen einer Flache eines Bauteils, die
mit einer Formmasse abgedeckt werden soll. Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren

zum Abdecken eines Bauteils mit einer Formmasse unter Verwendung des Abdichtrahmens.

Um Bauteile vor dufleren Umwelteinfliissen oder Medieneinfliissen zu schiitzen, ist es b-
lich, das Bauteil mit einer Formmasse abzudecken. Als Formmasse werden hierbei tiblicher-
weise Epoxid-Niederdruckpressmassen, die auf eine zu schiitzende Fliche des Bauteils auf-

getragen werden, eingesetzt.

Insbesondere bei elektronischen Bauelementen, beispielsweise mit elektronischen Funkti-
onselementen, beispiclsweise Halbleiterbauelementen wie Chips, werden zunehmend héhere
Anforderungen beziiglich deren Temperaturbestindigkeit, Medienbestidndigkeit, Leistungs-
erhdhung und Zuverldssigkeit, insbesondere bei sicherheitsrelevanten Anwendungen, ge-
stellt. Durch das Abdecken mit der Formmasse wird erzielt, dass Medien aus der Umgebung

nicht mit den Bauelementen in Kontakt treten kénnen und diese schidigen kdnnen.

Um elektronische Bauelemente mit Stanzgittern gratfrei abzudichten, werden derzeit umlau-
fende Stanzgitterverbindungen verwendet, die jedoch nach dem Aufbringen der Epoxid-
Niederdruckpressmasse aufwindig ausgestanzt werden miissen. Hierdurch kann die Abde-

ckung mit der Niederdruckpressmasse beschiadigt werden.

Durch Abrasion der Formmassen an den Werkzeugkanten ldsst sich eine Gratbildung wih-
rend des Herstellprozesses nicht verhindern. Diese kann jedoch in nachfolgenden Prozess-
schritten zu Verunreinigungen fiihren. Zur Vermeidung der Gratbildung wurde daher ein
fest mit der Formmasse verbundener Rahmen eingesetzt, der das Bauteil umschlief3t. Hier-
durch wird jedoch der benétigte Bauraum fiir das Bauteil erhéht. Zudem muss fiir jedes

Bauteil ein neuer Rahmen hergestellt werden.
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Offenbarung der Erfindung

Vorteile der Erfindung

Ein erfindungsgemal ausgebildeter Abdichtrahmen zum Begrenzen einer Fliche eines Bau-
teils, die mit einer Formmasse abgedeckt werden soll, umfasst ein oberes Rahmenteil und
ein unteres Rahmenteil, die 16sbar miteinander verbunden werden kénnen. Das mit der
Formmasse abzudeckende Bauteil ist durch das obere Rahmenteil und das untere Rahmen-
teil derart umschlieBbar, dass eine von dem Abdichtrahmen und dem Bauteil gebildete Kavi-

tat fir die in die Kavitit eingegossene Formmasse abgedichtet ist.

Durch die Ausgestaltung des Abdichtrahmens mit einem oberen Rahmenteil und einem unte-
ren Rahmenteil, die 16sbar miteinander verbunden werden konnen, kann der Rahmen insbe-
sondere bei der Serienfertigung von Bauteilen fiir gleichartige Bauteile wiederverwendet
werden. Dadurch, dass der Rahmen nach dem Abdecken des Bauteils mit der Formmasse
wieder entfernt werden kann, erhoht der Rahmen nicht den Bauraum, der fiir das Bauteil
benétigt wird. Zudem lésst sich durch die Verwendung des Rahmens eine gratfreie Abde-

ckung des Bauteils erzielen.

Um ein Losen des Abdichtrahmens nach dem Einbringen der Formmasse zu ermdglichen, ist
es bevorzugt, den Abdichtrahmen aus einem thermoplastischen Kunststoff zu bilden, der
sich nicht mit der Formmasse verbindet. Durch die Verwendung eines thermoplastischen
Kunststoffs, der sich nicht mit der Formmasse verbindet, ist es nicht erforderlich, ein zusétz-
liches Trennmittel auf den Abdichtrahmen aufzubringen, um zu verhindern, dass die Form-
masse sich mit dem Abdichtrahmen verbindet. Ein leichteres Abnehmen des Abdichtrahmens

wird hierdurch erméglicht.

Um die Formmasse auszuhérten, wird das mit dem Abdichtrahmen versehene Bauteil iibli-
cherweise erwiarmt. Das Erwédrmen flihrt zu einem Ausdehnen des thermoplastischen Kunst-
stoffs des Abdichtrahmens. Beim Abkiihlen zichen sich sowohl der Abdichtrahmen als auch
die Formmasse zusammen. Hierdurch entsteht ein Spalt zwischen der Formmasse und dem
thermoplastischen Kunststoff, der sich nicht mit der Formmasse verbunden hat. Dies erleich-
tert ebenfalls das Abnehmen des Abdichtrahmens nach dem Abdecken der Fliche mit der

Formmasse.
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Als thermoplastische Kunststoffe, aus denen der Abdichtrahmen gefertigt wird, eignen sich

zum Beispiel Perfluoralkoxy-Copolymere. Welche thermoplastischen Kunststoffe jeweils

geeignet sind, ist auch abhéngig von der eingesetzten Formmasse.

Die Verwendung eines thermoplastischen Kunststoffs fiir den Abdichtrahmen hat weiterhin
den Vorteil, dass der Abdichtrahmen auf einfache Weise durch ein Spritzgussverfahren her-
gestellt werden kann. Auch ist es moglich, zum Beispiel bei einem Produktionswechsel oder
einer Anderung der Form des mit der Formmasse abzudeckenden Bauteils den Rahmen ein-
zuschmelzen und aus dem eingeschmolzenen Material einen neuen Abdichtrahmen zu ferti-

gen.

In einer Ausfihrungsform umfasst der Abdichtrahmen Clips, mit denen das obere Rahmen-
teil und das untere Rahmenteil miteinander verbunden werden kénnen. Hierbei ist es zum
Beispiel moglich, dass die Clips drehbar am oberen Rahmenteil oder am unteren Rahmenteil
befestigt sind und mit einer am jeweils anderen Rahmenteil angebrachten Vorrichtung ver-
bunden werden koénnen. Alternativ ist es auch moglich, Clipverschliisse vorzusehen, die
nicht mit einem der Rahmenteile fest verbunden sind. Alternativ zu Clipverschliissen eignet
sich jedoch auch jede beliebige andere 16sbare Verbindung zum Verbinden des oberen Rah-
menteils mit dem unteren Rahmenteil. So kénnen zum Beispiel auch Schrauben oder, bei
runden Bauteilen, ein Bajonettverschluss eingesetzt werden. Auch jede beliebige andere
l6sbare Verbindung des oberen Rahmenteils mit dem unteren Rahmenteil, die dem Fach-
mann bekannt ist, kann eingesetzt werden. Aufgrund der einfachen und schnellen Befesti-

gung sind jedoch Clipverschliisse bevorzugt.

Wenn Teile des Bauteils nicht von der Formmasse abgedeckt werden sollen, zum Beispiel
bei einem Bauteil mit einem Stanzgitter Bereiche des Stanzgitters, die beispielsweise als
elektrische Anschliisse dienen, ist es bevorzugt, wenn zwischen dem oberen und dem unte-
ren Rahmenteil des Abdichtrahmens Durchlédsse ausgebildet sind, durch die die Teile des
Bauteils gefiihrt werden konnen, die nicht von der Formmasse abgedeckt werden sollen. Die
Durchlésse sind dabei vorzugsweise so gestaltet, dass die Teile des Bauteils, die durch die
Durchldsse gefiihrt werden, dicht an den Durchlédssen anliegen, so dass die Formmasse nicht
durch die Durchlésse austreten kann. Fiir eine einfache Montage des Abdichtrahmens ist es
bevorzugt, wenn die Durchlidsse in Form von Aussparungen im oberen Rahmenteil und/oder

im unteren Rahmenteil ausgebildet sind.

Um eine exakte Positionierung des Rahmens in einem GieBwerkzeug zu erhalten, ist es be-
vorzugt, wenn am Abdichtrahmen Cliphalterungen angebracht sind, mit denen der Abdicht-

rahmen mit dem Bauteil im GieBwerkzeug positioniert wird. Neben Cliphalterungen eignen
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sich jedoch auch beliebige andere Vorrichtungen, mit denen eine exakte Positionierung des

Abdichtrahmens samt vom Abdichtrahmen umschlossenen Bauteil im GieBwerkzeug reali-

siert werden kann.

Ein erfindungsgemifes Verfahren zum Abdecken eines Bauteils mit einer Formmasse unter

Verwendung des Abdichtrahmens umfasst folgende Schritte:

(a) Einlegen des Bauteils in das obere Rahmenteil und untere Rahmenteil und Verbinden
des oberen und unteren Rahmenteils zum Abdichtrahmen, so dass sich eine Kavitét

ausbildet, dic von dem Bauteil und dem oberen Rahmenteil umschlossen ist,

(b) Einbringen einer Formmasse in die Kavitidt und Aushérten der Formmasse,

(©) Entfernen des Rahmens durch Lésen der Verbindung von oberem und unterem Rah-

menteil und Entnahme des Bauteils.

Um das Bauteil in das obere und untere Rahmenteil einzulegen, wird tiblicherweise das Bau-
teil auf das untere Rahmenteil aufgelegt und darauf das obere Rahmenteil positioniert. An-
schlieBend werden das untere und das obere Rahmenteil miteinander verbunden. Auf diese
Weise bildet das Bauteil einen Boden der Kavitét und das obere Rahmenteil die Umrandung
der Kavitit.

Zum Positionieren des Bauteils im oberen und unteren Rahmenteil ist es bevorzugt, wenn
am unteren Rahmenteil und am oberen Rahmenteil jeweils eine Nut ausgebildet ist, in die
das Bauteil eingelegt wird. Wenn das Bauteil Bereiche umfasst, die nicht von der Formmas-
se abgedeckt werden sollen, beispiclsweise Teile eines Stanzgitters, so ist es im Allgemeinen
bereits ausreichend, die Bereiche, die nicht von der Formmasse abgedeckt werden sollen,
durch entsprechende Aussparungen im unteren und/oder oberen Rahmenteil zu fiihren und

auf diese Weise das Bauteil zu positionieren.

Die Formmasse wird im Allgemeinen in einem Giefiwerkzeug in die Kavitdt eingebracht.
Hierzu wird das Bauteil zunéchst in das GieBwerkzeug eingelegt. Fine genaue Positionie-
rung des Bauteils mit dem Abdichtrahmen léasst sich zum Beispiel durch Positionierungshil-
fen, beispielsweise die zuvor bereits erwihnten Cliphalterungen, erzielen. Sobald das Bauteil
mit dem Abdichtrahmen in das GieBwerkzeug eingelegt ist, wird das Werkzeug erwérmt.
Alternativ ist es auch moglich, dass das Bauteil samt Abdichtrahmen in ein bereits warmes
GieBwerkzeug eingelegt wird. Durch das Erwdrmen dehnen sich das untere Rahmenteil und

das obere Rahmenteil aus und legen sich auf diese Weise dicht an das Bauteil an. Eine dich-
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te Verbindung zwischen Bauteil und Abdichtrahmen wird erzielt. Die Formmasse kann so-

mit nicht durch Leckagekanidle zwischen dem oberen Rahmenteil oder unteren Rahmenteil

und dem Bauteil austreten. Hierdurch wird ein gratfreies Einbringen der Formmasse ermdg-
licht.

Insbesondere wenn das Bauteil Teile umfasst, die nicht von der Formmasse abgedeckt wer-
den sollen, beispiclsweise Teile eines Stanzgitters, die beispiclsweise als elektrische An-
schliisse dienen, und die durch Durchldsse des Abdichtrahmens gefiihrt werden, legen sich
das untere Rahmenteil und das obere Rahmenteil durch das Ausdehnen aufgrund der Er-
wirmung an die durch das Rahmenteil gefiihrten Teile an, so dass auch hier eine fliissig-
keitsdichte Verbindung entsteht.

Das Einbringen der Formmasse in die Kavitit erfolgt durch ein tibliches, dem Fachmann
bekanntes Verfahren. Bevorzugt wird die Formmasse durch ein Gie3verfahren, insbesonde-
re ein NiederdruckgieBverfahren, in die Kavitdt eingebracht. Die Formmasse liegt hierzu
iiblicherweise fliissig vor. Nach dem Einbringen der Formmasse in die Kavitit wird die
Formmasse ausgehirtet. Die eingesetzte Formmasse kann zum Beispiel strahlungshirtend

oder wirmeaushértend sein. Bevorzugt ist die Formmasse wirmeaushértend.

Als Formmasse eignet sich zum Beispiel eine Niederdruckpressmasse, insbesondere eine

Epoxid-Niederdruckpressmasse.

Das Bauteil, das durch das erfindungsgemifle Verfahren mit der Formmasse abgedeckt
wird, umfasst vorzugsweise eine bestiickte Leiterplatte. Eine solche Leiterplatte ist {ibli-
cherweise mit Halbleiterbauelementen bestiickt. Jedoch kénnen auch beliebige andere elekt-
ronische Bauelemente, die tiblicherweise auf eine Leiterplatte aufgesetzt werden, beispiels-

weise Widerstinde, umfasst sein.

In einer weiteren Ausfithrungsform umfasst das Bauteil zusétzlich ein Stanzgitter.

Wenn das Bauteil ein Stanzgitter umfasst, ist es bevorzugt, wenn zundchst das Stanzgitter in
das untere Rahmenteil eingelegt wird. Wenn Teile des Stanzgitters nicht von der Formmasse
abgedeckt werden sollen, sind im unteren Rahmenteil Aussparungen vorgeschen, die als
Durchlésse fiir die nicht abzudeckenden Teile des Stanzgitters dienen. An diesen Ausldssen
wird das Stanzgitter eingelegt. In einem néchsten Schritt wird das Rahmenoberteil mit dem
Rahmenunterteil verbunden. Dies erfolgt zum Beispiel durch Anclipsen des Rahmenoberteils
an das Rahmenunterteil. Nach dem Befestigen des Stanzgitters im Abdichtrahmen kann in

einem ndchsten Prozessschritt eine Leiterplatte an das Stanzgitter angeldtet werden und
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Stanzgitter zu verbinden.

Wenn ein Stanzgitter fiir mehrere Module vorgesehen ist, so ist es moglich, bereits mehrere
Module jeweils mit dem Abdichtrahmen auf die vorstehend beschriebene Weise zu versehen.
Nach dem Anbringen des Abdichtrahmens und der Leiterplatte werden in diesem Fall je-
weils einzelne Module, den Abdichtrahmen, das Stanzgitter und die Leiterplatte umfassend,
von einem Stanzgitterband, aus dem das Stanzgitter fiir die einzelnen Module gefertigt ist,
abgetrennt. Nach dem Abtrennen der einzelnen Module wird das Modul in das GieBwerk-

zeug eingelegt, in dem die Formmasse eingebracht wird.

Nach dem Aushérten der Formmasse wird das Modul aus dem GieBwerkzeug entnommen.
Beim Abkiihlen zichen sich, wie vorstehend bereits beschrieben, der Abdichtrahmen und die
Formmasse zusammen. Hierdurch entsteht ein Spalt zwischen Formmasse und Abdichtrah-
men. Der Rahmen kann auf einfache Weise durch Losen der Verbindung abgenommen wer-

den und fur ein weiteres Modul wiederverwendet werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Ausfithrungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und in der nachfol-

genden Beschreibung néher erldutert.

Es zeigen

Figur 1 eine schematische Darstellung eines Abdichtrahmens mit Stanzgitter und Leiter-

platte;

Figur 2 eine schematische Darstellung des Abdichtrahmens mit Stanzgitter gemal Figur

1 mit eingebrachter Formmasse.

Ausfuhrungsformen der Erfindung

Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung eines Abdichtrahmens mit eingeclipstem Stanz-

gitter und Leiterplatte.

Ein erfindungsgemal ausgebildeter Abdichtrahmen 1 umfasst ein unteres Rahmenteil 3 und
cin oberes Rahmenteil 5. Das untere Rahmenteil 3 und das obere Rahmenteil 5 sind zum

Abdichtrahmen 1 miteinander verbunden.
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Das untere Rahmenteil 3 und das obere Rahmenteil 5 sind vorzugsweise aus einem thermo-
plastischen Kunststoff gefertigt. Durch die Verwendung eines thermoplastischen Kunststoffs
lassen sich das untere Rahmenteil 3 und das obere Rahmenteil 5 auf einfache Weise durch
ein Spritzgieverfahren herstellen. Der thermoplastische Kunststoff, aus dem das untere
Rahmenteil 3 und das obere Rahmenteil 5 gefertigt werden, ist vorzugsweise ein Kunststoft,
da er sich nicht mit dem Material der Formmasse verbindet. Geeignete thermoplastische

Kunststoffe sind zum Beispiel Perfluoralkoxy-Copolymere.

Der Abdichtrahmen 1 umschliefit ein Bauteil 7. In der hier dargestellten Ausfiihrungsform
ist das Bauteil 7 eine mit einem Stanzgitter 9 verbundene Leiterplatte 11. Die Leiterplatte
11 ist mit elektronischen Bauelementen 13 bestiickt. Elektronische Bauelemente sind zum
Beispiel Halbleiterbauelemente wie Chips oder Transistoren. Auch kénnen die elektroni-
schen Bauelemente 13 beispielsweise Widerstinde oder beliebige andere elektronische Bau-

elemente sein, mit denen eine Leiterplatte 11 {iblicherweise bestiickt wird.

Die Verbindung der Leiterplatte 11 mit dem Stanzgitter 9 erfolgt auf eine beliebige, dem
Fachmann bekannte Weise. So ist es zum Beispiel moglich, dass die Leiterplatte 11 mit dem
Stanzgitter 9 verldtet wird. Auch ein Aufklemmen der Leiterplatte 11 auf das Stanzgitter 9
ist moglich. Weiterhin ist es auch méglich, dass die Leiterplatte 11 nur auf das Stanzgitter 9
aufgelegt wird. Um die Leiterplatte 11 exakt auf dem Stanzgitter 9 zu positionieren, ist es
zum Beispiel {iblich, dass das Stanzgitter Stifte 15 umfasst, die durch entsprechende Off-
nungen 17 in der Leiterplatte 11 gefiihrt werden.

Um das Stanzgitter 9 und die Leiterplatte 11 im Abdichtrahmen 1 zu positionieren, ist es
zum Beispiel moglich, zunichst das Stanzgitter 9 in das untere Rahmenteil 3 einzulegen.
Wenn das Stanzgitter 9, wie in Figur 1 dargestellt, Anschliisse 19 aufweist, diec aus dem
Abdichtrahmen 1 herausragen, so ist es vorteilhaft, wenn im unteren Rahmenteil 3 Ausspa-
rungen 21 ausgebildet sind, durch die die Anschliisse 19 gefiihrt werden. Durch das Einle-
gen der Anschliisse 19 in die Aussparungen 21 erfolgt zudem eine exakte Positionierung des
Stanzgitters 9 im unteren Rahmenteil 3. Nach dem Einlegen des Stanzgitters 9 in das untere
Rahmenteil 3 wird das untere Rahmenteil 3 mit dem oberen Rahmenteil 5 verbunden. Das
Verbinden des oberen Rahmenteils 5 mit dem unteren Rahmenteil 3 erfolgt zum Beispiel,
wie hier dargestellt, mit Clipverschliissen 23. Alternativ ist es jedoch auch méglich, das un-
tere Rahmenteil mit dem oberen Rahmenteil zum Beispiel durch Verwendung von Schrau-
ben oder anderen losbaren Verbindungsmitteln zu verbinden. Insbesondere bei einem runden
Bautelil ist es zum Beispiel auch moéglich, das untere Rahmenteil 3 mit dem oberen Rahmen-

teil 5 mit einem Bajonettverschluss zu verbinden.
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Nach dem Verbinden des unteren Rahmenteils 3 mit dem oberen Rahmenteil 5 wird die Lei-
terplatte 11 mit dem Stanzgitter 9 verbunden und mit den elektronischen Bauelementen 13
bestiickt. Neben den elektronischen Bauelementen 13 konnen zusitzlich auch mechanische

Bauteile, beispielsweise Kiihler oder Ahnliches, vorgesehen sein.

Alternativ ist es auch moglich, die Leiterplatte 11 zunichst mit den elektronischen Bauele-
menten 13 zu bestiicken und erst nach dem Bestiicken mit dem Stanzgitter 9 zu verbinden.
In einer weiteren alternativen Ausfiihrungsform ist es ebenfalls moglich, zunichst Stanzgit-
ter 9 und bestiickte Leiterplatte 11 zu verbinden und anschlieBend das mit der Leiterplatte
11 verbundene Stanzgitter 9 in dem aus unterem Rahmenteil 3 und oberem Rahmenteil 5

zusammengefiigten Abdichtrahmen 1 zu positionieren.

Wenn das mit der Formmasse abzudeckende Bauteil kein Stanzgitter 9 umfasst, ist es alter-
nativ zum Beispiel moglich, dass im unteren Rahmenteil 3 und/oder im oberen Rahmenteil 5
eine Nut ausgebildet ist, in die das Bauteil eingelegt wird. Durch das Einlegen in die Nut
erfolgt die korrekte Positionierung des Bauteils im Abdichtrahmen 1.

Das Abdecken des Bauteils 7, beispielsweise der mit dem Stanzgitter 9 verbundenen Leiter-
platte 11, kann sowohl an der Oberseite als auch an der Unterseite erfolgen. Ublicherweise
wird zumindest die Oberseite des Bauteils 7 mit der Formmasse abgedeckt. Wenn ein Abde-
cken an Oberseite und Unterseite vorgesehen ist, so ist es zum Beispiel moglich, insbeson-
dere wenn die Positionierung des Bauteils 7 im Abdichtrahmen 1 durch die Positionierung
des Stanzgitters 9 erfolgt, einen Spalt zwischen der Leiterplatte 11 und dem Abdichtrahmen
1 vorzuschen. In diesem Fall kann die Formmasse durch den Spalt auf beide Seiten der Lei-
terplatte 11 gelangen. Alternativ ist es selbstverstidndlich auch méglich, die Formmasse so-
wohl an der Oberseite der Leiterplatte 11 als auch an der Unterseite der Leiterplatte 11 in
den Abdichtrahmen einzubringen. Wenn das Abdecken des Bauteils 7 nur an der Oberseite
erfolgen soll, so liegt der Abdichtrahmen 1 dicht am Bauteil 7 an und bildet so eine Kavitét

aus, die mit der Formmasse befullt wird.

Nach dem Befestigen des Bauteils 7 im Abdichtrahmen 1 wird die Formmasse eingebracht,
so dass das Bauteil 7 von der Formmasse abgedeckt wird. Hierzu ist es bevorzugt, den mit
dem Bauteil 7 verbundenen Abdichtrahmen 1 in ein GieBwerkzeug einzulegen. Das Gief3-
werkzeug wird vorzugsweise beheizt. Durch das Beheizen des GieBwerkzeuges dehnen sich
das untere Rahmenteil 3 und das obere Rahmenteil 5 aus und legen sich so dicht an die
Wandung des GieBBwerkzeugs an. Zudem wird das Bauteil 7 dicht durch den Abdichtrahmen
1 umschlossen, so dass keine Formmasse durch den Abdichtrahmen auslaufen kann. Insbe-
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sondere tritt keine Formmasse in einen Spalt zwischen dem unteren Rahmenteil 3 und dem

oberen Rahmenteil 5 ein. Nach einer kurzen Aufwirmphase von maximal 5 Minuten, bevor-

zugt maximal 2 Minuten, insbesondere maximal 1 Minute, wird die Formmasse in das

GieBwerkzeug eingebracht. Die Temperatur, auf die das GieBwerkzeug erwdrmt wird, liegt

vorzugsweise im Bereich von 160 bis 180 °C, insbesondere im Bereich von 160 bis 170 °C.

Nach dem Einlegen des Bauteils 7, das mit dem Abdichtrahmen 1 verbunden ist, in das
GieBwerkzeug und dem Erwédrmen des Abdichtrahmens 1 wird die Formmasse auf eine tib-
liche, dem Fachmann bekannte Weise in das Werkzeug eingespritzt. Die Formmasse ist vor-

zugsweise eine Niederdruckpressmasse, insbesondere eine Epoxid-Niederdruckpressmasse.

Die Formmasse wird hierbei in eine Kavitdt 25 eingebracht, diec vom oberen Rahmenteil 5
und dem Bauteil 7 begrenzt wird. Das Bauteil 7 bildet dabei den Boden der Kavitit 25 und
das obere Rahmenteil 5 die seitliche Begrenzung. Wenn die Formmasse auf der Oberseite
und der Unterseite des Bauteiles eingebracht werden soll, so bildet die Unterseite des Bau-
teils 7 und das untere Rahmenteil 3 cine zweite Kavitét, dic ebenfalls von der Formmasse
beflllt wird. Auch ist es, wie zuvor bereits beschrieben, moglich, dass zwischen dem Bauteil
7 und dem Abdichtrahmen 1 ein Spalt ausgebildet ist. In diesem Fall sind die obere Kavitét
25 und die von Bauteil 7 und unterem Rahmenteil 3 begrenzte Kavitdt durch den Spalt mit-

einander verbunden.

Nach dem Einbringen der Formmasse wird die Formmasse tiblicherweise im Gielwerkzeug
ausgehirtet. Insbesondere bei einer warmeaushédrtenden Formmasse ist das GieBwerkzeug
hierzu beheizt. Neben wirmehértenden Formmassen ist es jedoch zum Beispiel auch mog-
lich, strahlungshértende Formmassen einzusetzen. In diesem Fall erfolgt eine Bestrahlung
der Formmasse, beispielsweise durch UV-Licht, der Formmasse, um diese auszuhirten.
Auch in diesem Fall erwirmt sich tliblicherweise die Formmasse aufgrund der Hartungsreak-

tion.

Nach dem Aushérten der Formmasse wird das so entstandene Modul 27, das in Figur 2 dar-
gestellt ist, aus dem SpritzgieBwerkzeug entnommen. Das Modul 27 umfasst dabei den Ab-
dichtrahmen 1 aus miteinander verbundenem unteren Rahmenteil 3 und oberen Rahmenteil
5, das Stanzgitter 9, das Bauteil 7 und eine Abdeckung 29 aus der ausgehérteten Formmas-
se. Die Abdeckung 29 liegt dabei am Abdichtrahmen 1 an. Die Oberseite der Abdeckung 29
kann glatt sein oder eine beliebige Struktur aufweisen. Wenn die Oberseite 31 der Abde-
ckung 29 eine Struktur aufweist, so ist die Struktur als Negativform im GieBwerkzeug ab-
gebildet.
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Nach dem Aushérten der Formmasse kiihlt das Modul 27 ab. Das Abkiihlen des Moduls 27
kann dabei entweder in der GieBform erfolgen als auch nach dem Entnehmen aus der GieB3-
form. Durch das Abkiihlen schrumpfen der Abdichtrahmen 1 und die Abdeckung 29 aus der
Formmasse. Hierbei ist der Grad des Schrumpfens abhingig vom Wirmeausdehnungskoef-
fizienten des eingesetzten Materials fiir Abdichtrahmen 1 und Abdeckung 29. Durch die mit
der Schwindung verbundene Volumenabnahme bildet sich zwischen der Abdeckung 29 und
dem Abdichtrahmen 1 ein kleiner Spalt aus. Der Spalt entsteht insbesondere daher, dass die
Formmasse fiir die Abdeckung 29 nicht am Material des Abdichtrahmens 1 haftet. Dadurch,
dass der Abdichtrahmen 1 nicht an der Abdeckung 29 aus der Formmasse haftet, 1dsst sich
der Abdichtrahmen 1 auf einfache Weise durch Lésen der Verbindung, beispielsweise des
Clipverschlusses 23, 6ffnen und das obere Rahmenteil 5 und untere Rahmenteil 3 kénnen
von dem mit der Abdeckung 29 versehenen Bauteil 7 entfernt werden. Nach dem Entfernen
des oberen Rahmenteils 5 und des unteren Rahmenteils 3 kénnen diese, wenn notwendig,
weiter abkiihlen und anschlieBend zum Aufbringen der Abdeckung auf ein weiteres Bauteil

wieder verwendet werden.

Bauteile, die unter Verwendung des erfindungsgeméfien Abdichtrahmens 1 mit einer Abde-
ckung 29 versehen werden konnen, sind zum Beispiel Getriebe-Positionssensoren oder

Hochstrommodule.
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Anspriiche

Abdichtrahmen zum Begrenzen einer Flache eines Bauteils (7), die mit einer Formmas-
se abgedeckt werden soll, umfassend ein oberes Rahmenteil (5) und ein unteres Rah-
menteil (3), die 16sbar miteinander verbunden werden kénnen und wobei das mit der
Formmasse abzudeckende Bauteil (7) durch das obere Rahmenteil (5) und das untere
Rahmenteil (3) derart umschlieBbar ist, dass eine von dem Abdichtrahmen (1) und dem
Bauteil (7) gebildete Kavitat (25) fiir die in die Kavitit (25) eingebrachte Formmasse
abgedichtet ist.

Abdichtrahmen gemil Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Abdichtrahmen
(1) aus einem thermoplastischen Kunststoft gebildet ist, der sich nicht mit der Form-

masse verbindet.

Abdichtrahmen gemaf3 Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der thermoplastische
Kunststoff ein Perfluoralkoxy-Copolymer ist.

Abdichtrahmen gemil einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der
Abdichtrahmen (1) Clipverschliisse (23) umfasst, mit denen das obere Rahmenteil (5)

und das untere Rahmenteil (3) miteinander verbunden werden kénnen.

Abdichtrahmen gemil} einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen dem oberen (5) und dem unteren Rahmenteil (3) Durchlédsse (21) ausgebildet
sind, durch die Teile (19) des Bauteils (7) gefiihrt werden kénnen, die nicht von der

Formmasse abgedeckt werden sollen.

Verfahren zum Abdecken eines Bauteils mit einer Formmasse unter Verwendung eines

Abdichtrahmens (1) gemal einem der Anspriiche 1 bis 5, folgende Schritte umfassend:

(a) Einlegen des Bauteils (7) in das obere Rahmenteil (5) und untere Rahmenteil (3)
und Verbinden des oberen (5) und unteren Rahmenteils (3) zum Abdichtrahmen
(1), so dass sich eine Kavitit (25) ausbildet, die von dem Bauteil (7) und dem
oberen Rahmenteil (5) umschlossen ist,

(b) Einbringen einer Formmasse in die Kavitit (25) und Aushérten der Formmasse
zu einer Abdeckung (29),
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(©) Entfernen des Abdichtrahmens (1) durch Lésen der Verbindung von oberem (5)
und unterem Rahmenteil (3) und Entnahme des Bauteils (7).

Verfahren gemif3 Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Formmasse eine Nie-

derdruckpressmasse, insbesondere eine Epoxid-Niederdruckpressmasse, ist.

Verfahren gemill Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil (7)
mitsamt dem Abdichtrahmen (1) zum Einbringen der Formmasse in ein Gielwerkzeug
eingelegt wird.

Verfahren gemil einem der Anspriiche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Bau-
teil (7) und der Abdichtrahmen (1) im GieBwerkzeug erwidrmt werden, so dass sich das
obere Rahmenteil (5) und das untere Rahmenteil (3) ausdehnen und eine gegeniiber der
Formmasse dichte Verbindung zwischen Abdichtrahmen (1) und Bauteil (7) entsteht.

Verfahren gemal einem der Anspriiche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Bau-
teil (7) eine bestiickte Leiterplatte (11) umfasst.

Verfahren gemdB einem der Anspriiche 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das

Bauteil (7) ein Stanzgitter (9) umfasst.

Verfahren gemdl Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass Teile des Stanzgitters
(9), die nicht von der Formmasse abgedeckt werden sollen, durch Durchlisse (21) zwi-
schen dem oberen (5) und dem unteren Rahmenteil (3) des Abdichtrahmens (1) gefiihrt
werden, wobei das obere (5) und das untere Rahmenteil (3) die Teile (19), die durch
die Durchldsse (21) gefiihrt werden, dicht umschlieen, so dass keine Formmasse durch
die Durchlésse (21) austreten kann.
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